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1. กระบวนการผลิตหัวอ่านเขียพข้อมูล (Slide)

ห ัวอ ่าน เข ียนข ้อมลจะต ้องผ ่านกระบว'แการพลาบข ้นตอ 'แ ว ึงจะสำเร ็จ เป ็น ห ัวอ ่าน เข ียน  

ข ้อมล กระบวนการท ี่ใช ้ในการผล ิตม ีท ั้งกระบวนการทางกลและเคม ี ซ ึ่งถ ือว ่าเป ็นกระบวนการ

การผล ิตในแต ่ละข ั้นตอนด ังน ี้

1. การนำแผ ่น  Wafer ต ิดลงบนแผ ่น  Carbon Lava

2. ด ัดแผ ่น  Wafer ออกเป ็นส ่วนๆ โดยใช ้ใบ ม ีด ด ัด ท ี่ท ำจาก ส ่วน ผ สม ข องเพ ช ร  

(Diamond Blade) ซ ึ่งใบม ีดจะม ีล ักษ ณ ะเป ็น แผ ่น กลมบาง  ๆ ด ังร ูปท ี่ ผ1 เม ื่อด ัดแผ ่น  Wafer 

ออกเป ็นส ่วน   ๆ แล ้วแต ่ละส ่วนจะถ ูก เร ียกว ่า  Bar ซ ึ่งในหน ึ่ง Bar จะประกอบด ้วยห ัวอ ่าน เข ียน  

ข ้อมล 26 ดัว (ดรปท ี่ ผ2)qj '  qjqj '

3. ทำการป ลด  Bar ออกจากแผ ่น  Carbon Lava และนำไปต ิดใหม ่บน  transfer tool

4. ท ำการข ัดห ยาบ  (Rough Lap) ท ี่บร ิเวณ หน ้า ABS (Air Bearing Surface) ซ ึ่งหน ้า 

ABS จะเป ็น  ABS จะเป ็น ต ้าน ท ี่จะอย ู่ต ิดก ับแผ ่น ด ิสก ์น ั่น เอง โดยจะทำการข ัดจนได ้ขนาดตามท ี่ 

กำหนด

5. เช ื่อมต ่อสายไฟ เข ้าก ับห ัวอ ่าน แต ่ละต ัวใน  Bar เพ ื่อทำการว ัดค ่าทางไฟ ฟ ้า

6. ทำ Auto Lap ค ือการข ัดหน ้า ABS และทำการว ัดค ่าทางไฟ ฟ ้าเพ ื่อ ใหได ้ค ่าต ่างๆ  

ต าม ข ้อก ำห น ดท ี่ได ้ตกลงก ับ ล ูก ค ้าไว ้

ร ูป ท ี่ ผ 1  ใ บ ม ีด ต ัด  ( D i a m o n d  B l a d e )
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Slider Fabrication

ร ูป ท ี่ ผ 2  แ ผ ่น  W a f e r  ถ ูก ต ัด เ ป ็น  B a r  แ ล ะ  s l i d e r  ต า ม ล ำ ด ับ

7. Pole Geomatry ค ือการ Audit เพ ื่อว ัดขนาดของ Pole Tip (Pole Tip คือ ห ้วท ี่ใชใน 

การอ ่านหร ือ เข ียนข ้อม ูล)

8. ปลด Bar ออกจาก Transfer Tool

9. ทำความสะอาด  Bar และทำ Bar Align คือ การจ ัด Bar แดละอ ันให ้อย ู่ในตำแหน ่งท ี่ 

ถ ูกต ้องบน  Fixture ซ ึ่งข ั้น ตอน น ี้จะต ้องหยอดกาวลงไป เพ ื่อจ ับย ึด  Bar เข ้ากบ Fixture ด ้วย 

(Fixture จะเร ียกวา Pallet)

10. เข ้าเคร ื่องอบเพ ื่อให ้กาวแห ้ง

11. เคล ือบ Bar ด ้วยแผ ่นห ิเล ์ม’ไวแสง จากนั้นนำ Mask (หน ้ากาก) ซ ึ่งม ีร ูปร ่าง ตาม 

แ บ บ ท ี่ก ำห น ดมาต ิดลงบ น  Bar แล ้วย ิงด ้วยแสง ต ่อมาก ็จะทำการ Develop ก ็ค ือการทำปฏก ิร ิยา 

ก ับน ี้ายาเคม ี

12. นำ Bar ท ี่ได ้มาผ ่านกระบวนการ R.I.E. (Reactive Ion Ecthing) คือ กระบวนการ 

ก ัดกร ่อนให ้เก ิดความล ึกซ ึ่ง เร ียกว ่า  Cavity Depth
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13. หล ังจากผ ่าน กระบวน การ R.I.E. ก ็จะท ำการล ้างคลายพ ิล ์ม ออกให ้ห ม ด

14. ทำการห ยอด กาวเพ ิ่ม ลงไป ท ี่ Bar แต ่ละต ัว

15. ต ัดลงตรงกลางของห ัวอ ่าน เข ียน ข ้อม ูล  ซ ึ่ง เร ียกว ่า  Relief Cat

16. ต ัด Bar ออกเป ็นส ่วน   ๆ โดยกระบวนการน ี้เร ียกว ่า Head Part ซ ึ่ง เม ือต ัดแล ้ว  ก็จะ 

ได ้ออกมาเป ็น  Slider หร ือห ัวอ ่าน เข ียนข ้อม ูลน ั่น เอง

17. ทำ Debond ค ือการปลดช ิ้น งานออกจาก Pallet

18. ใช ้ห ุ่น ยน ต ัห ย ิบช ิ้น งาน ต ัวท ี่ด ีออกจาก  Pallet

19. ทำ Relap คือ การข ัดผ ิว ABS ให ้เร ียบคร ั้งส ุดท ้าย

20. ตรวจสอบช ิ้น งาน  100 %

21. นำ Slider ผ ่านกระบวนการ DLC ค ือการเคล ือบ  Diamond เพ ื่อค วาม ค งทน

22. ตรวจสอบช ิ้น งาน

2. กระบวนการตัด Wafer

ก ระบ วน การต ัดแ ผ ่น  Wafer ท ี่ป ระกอบ ด ้วยห ัวอ ่าน เข ียน ข ้อม ูลจำน วน ม ากน ั่น จะใช ้ 

เคร ื่อ งท ี่ม ืก ารออกแบ บ ม าให ้เห ม าะสม ก ับ งาน ต ัดด ้าน น ี้โดย เฉ พ าะเคร ื่อ งจ ักรท ี่ใช ัจะ เป ็น เค ร ื่อ งท ี่ 

ควบค ุมด ้วยระบบคอมพ ิว เตอร ์ (CNC) กระบวนการต ัดแผ ่น  Wafer น ี้ต ้อ งการความ เท ี่ย งตรงส ูง  

จ ึงต ้องออกแบบ เคร ื่อ งจ ักรท ี่จะน ำไปใช ้เป ็น พ ิเศษ  เพ ื่อท ี่จะสามารถต ัดช ิ้น งาน ให ้ม ืค ุณ ภาพ ด ี

และปร ิม าณ ของเส ียท ี่เก ิดช ิ้น อย ู่ใน ระต ับต ํ่า  เคร ื่องจ ักรท ี่ใข ้ในกระบวนการต ัดแผ ่น  Wafer ม ีส ่วน 

ประกอบหล ัก   ๆ ต ังน ี้

1. เพลาแกนหม ุน  (Spindle) เพลาน ี้ย ื่นออกมาในแนวระต ับซ ึ่งจะเป ็นต ัวจ ับย ึดใบม ืดต ัด  

โดยใบม ืดต ัด  (Diamond Blade) จะถ ูกจ ับ ย ึดบ น เพ ลาแกน ห ม ุน  และหม ุนตามระด ับร ัศม ีเพ ื่อต ัด  

ช ิ้นงาน

2. โ ต ๊ะ จ ับ ย ึด ช ิ้น ง า น จ ะ เป ็น โ ต ๊ะ ท ี่ส า ม า ร ถ เค ล ื่อ น ท ี่ไ ด ้ต า ม ร ะ ย ะ ท า ง ท ี่ก ำ ห น ด ใ น  

โปรแกรมคอมพ ิวเตอร ์ ทำให ้ช ิ้น งาน ถ ูกใบม ืดต ัดตามตำแห น ่งท ี่ก ำห น ด

3. ท ่อ น ี้าห ล ่อ เย ็น  ซ ึ่งน ั่าห ล ่อ เย ็น ทำห น ้าท ี่ระบ ายความ ร ้อน และเป ็น ต ัวพ าเศ ษ ต ัดออก  

มาจากบร ิเวณ แนวต ัด

4. คอมพ ิวเตอร ์ควบค ุม

5. จอภ าพ แ สด งภ าพ ช ิ้น งาน โดยม ีก ำล ังขยายส ูง  เม ื่อท ำให ้สามารถมองช ิ้น ตำแหน ่งต ่าง 

 ๆ ของห ัวอ ่าน เข ียน ข ้อมลได ้ช ัด เจน  (ดรปท ี่ ผร)
*  <บิ '  qjqj 7
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Z - S l i d e z M o t o r

Y - S l i d e

V i s i o n
S y s t e m

C o v e r s

H e i g h t
B u t t o n

C h u c k  
& T u r n  
T a b l e

รปที่ ผ3 รป แส ด งส ่วน ป ระก อบ ขอ ง เค ร ื่อ งต ัด

3. กระบวนการตัดหัวอ่านเขียนข้อมูลบนเครื่อง Dover

เคร ื่อง Dover น ั้น เป ็น เคร ื่องจ ักรท ี่ม ีการควบค ุมด ้วยระบบคอมพ ิวเตอร ่โดยม ีการออก 

แ บ บ ให ้เห ม าะสม ก ับ กระบ วน การต ัดห ัวอ ่าน เข ียน ข ้อม ูล  ซ ึ่งในกระบวนการต ัดจะม ีข ั้นตอนการ 

ท ำงาน ต ังน ี้

1. ท ำการประกอบใบม ีด เข ้าท ี่ flank

2. ท ำก าร  Test Pitch คือ ก ารทดสอบ ความ ยาวจากร ่องห น ึ่งไปย ังร ่อ งท ี่อย ู่ต ิดก ัน  ซ ึ่ง 

จะต ้องได ้ความยาวตามข ้อกำห น ด (Specification) (ด ้งร ูปท ี่ ผ4)

3. ท ำก าร  Truing คือ การใช ้ห ินล ับใบม ีดให ้ม ีดวามกลม เพราะเม ื่อตอนประกอบใบม ีด  

น ั้น ใบ ม ีดจะไม ่ม ีค วาม ก ลม จ ึงจำเป ็น ท ี่ต ้อ งล ับ ใบ ม ีด ให ้ม ีค วาม ก ลม  เพ ื่อให ิได ้ความยาวของคม 

ต ัด เท ่าก ัน ตลอด  ซ ึ่งจะล ับใบม ีดออก 10 mil

4. ท ำก าร  Dressing คือ การเป ีดหน ้าใบม ีดต ัดให ้ม ีความคม โดยจะนำใบม ีดท ี่ห ม ุนอย ู่ 

เน ต ัดผ ่าน ห ิน ล ับ ม ีดท ี่ม ีค วาม ละเอ ียด  320 เด ินผ ่านห ินล ับม ีด  4 ก ้อน 5 ครั้ง

5. ทำ Y -  Offset ค ือ การทำให ้เคร ื่องร ู้ระยะห ่างระหว ่างกล ้องก ับต ัวใบม ีด  เพ ื่อทำให ้ 

ก ารควบค ุมระยะการเคล ื่อน ท ี่ได ้อย ่างถ ูกต ้อง

6. ทำการ  Balance คือ การทำให ่ใบม ีดน ั้นหม ุนโดยไม ่ม ีการส ่าย เพ ราะถ ้าใบม ีดส ่ายจะ 

ทำให ้ใม ่สามารถควบค ุมความกว ้างของร ่องต ัด  (Kerf) ไ ด ้ การทำ Balance จะม ีเคร ื่องม ีอท ี่ใช ้ใน
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การตรวจวัดว่าได้ค่าตามข้อกำหนดหรือไม่ โดยจะต้องมีการถ่วงนาหนักที่ stack  ไปเรื่อยๆ จน 
กว่าได้ค่าอยู่ภายในช่วงที่กำหนด

7. ทำ Y -  Offset อีกครั้ง
8. จัด Alignment ของ Pallet เพื่อให้ Bar ขนานกับแนวตัด
9. เลื่อนตำแหน่งใบมีให้ห่างจาก Pole Tip ตามข้อกำหนด และเริ่มตัดงานจริง
10. เช็คตำแหน่งของตัดกับ Pole Tip อีกคร้ัง
11. ทำการ Dressing อีกครั้งหลังจากหมด Column ด้วยหินลับมีด ขนาด 600 จำนวน 

1 ก้อน วางเรียงกันและเดินตัด 1 คร้ัง
12. เริ่มตัด Column ต่อไป จนครบ 5 Columns ก็จะทำการ dressing ด้วยหินขนาด 

320 เดิน 5 คร้ัง
13. เมื่อครบ 30 Columns จะทำการ Truing อีกคร้ัง ทำอย่างนี๋ไปเรื่อยๆจน Short

Blade
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4. องค ์ประกอบของกระบวนการต ัด [10]

กระบวนการตัดหัวอ่านเขียนข้อมูลจะประกอบด้วยปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการตัดดังรูปที่ 
ผร และจากรูปที่ ผร พิจารณาองค์ประกอบหลัก  ๆ ได้ตังนี้

4.1 Spindle
Spindle คือ เพลาที่ใช้ยึดใบมีด ซึ่งจะมีปัจจัยที่จะต้องควบคุม คือ
1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) ของ Spindle
2. Rpm คือ ความเร็วรอบของ Spindle
3. Torque คือ กำลังในการตัด
4. Vibration คือ การสั่นของ Spindle

Spindle Blade
Diameter Diameter
Rpm Thickness
Torque Spindle Edge
Vibrations Binder

ป ั^ Tป ั^ Blade Grit

Cooling fluid 
Substrate — £ 1 เ ^ า ^ 1

C h u c k , f ix tu re
ร Medium 

---- ► Feed rate

Part
Material
Thickness
Straightness
Conductivity
Patterns

Holding
E. Magnetic 
Magnetic 
Vaccuum 
Clamping

Mounting
Substrate
Glass
Alumina
Silicon
Lava
None

Medium
Tape 
None 
Cement 
Double Stick 
Wax

Application characteristics

รปท ี่ ผร ปัจจัยเบ ื้องต้นที่ใช ้ในการตัด
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4.2 Blade

Blade คือ ใบมีดท่ีใ,ช1นการตัด โดยมีปัจจัยต่างๆที่จะต้องพิจารณาดังนี้คือ
1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด
2. ความหนาของใบมีด (Thickness)
3. Edge คือ มุมของใบมีดดัด
4. Binder คือ ตัวประสานของคมดัด และเป็นตัวรักษารูปทรงของใบมีด
5. Grit คือ Diamond ที่จะทำหน้าที่ดัดวัสด

4.3 Part

Part คือ วัสดุงานที่จะถูกดัด ซึ่งมีปัจจัยที่จะต้องพิจารณาดังนี้
1. วัสดุที่จะถูกดัด
2. ความหนาของวัสดุงาน
3. Straightness
4. Conductivity
5. Patterns

4.4 Mouting Substrate

Mouting Substrate คือ วัสดุที่จะใช้เป็นตัวรองรับชิ้นงาน ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำเป็น Substrate 
น ั้นม ีด ัง น ี้

1. Glass
2. Alumina
3. Silicon
4. Lava

4.5 Mouting Medium
Mouting Medium คือ วัสดุที่ใช้เป็นตัววับยึดระหว่างชิ้นงานกับ Mouting Substrate ซ่ึง 

อาจเป็นวัสดุดังต่อไปนี้
1. Tape คือ แผ่นกาว
2. Cement
3. Double Stick
4. Wax
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5. ค ุณภาพในการต ัด

5.1 คุณภาพของขอบบิ่นงานหรือการเกิดรอยบิ่น (Edge Quality-Chipping)

ปัญหาอย่างหนึ่งของวัสดุที่เปราะก็คือ การเกิดรอยบิ่นบริเวณขอบชนงานทั้งด้านบน 
และด้านล่างด้งรูปที่ ผธ รอยบิ่นทั้งด้านบนและด้านล่างนั้นมีความแตกต่างกันซึ่งสามารถแยก 
พิจารณาได้ด้งนี้

Top Edge

Bottom Edge

Top and bottom chipping

ร ูป ท ี่ ผ 6  รอย บ ิ่น ท ี่เก ิด ข ึ้น บ ร ิเวณ ข อบ ด ้าน บ น และต ้าน ล ่าง

Chipping

Common top side chipping

ร ูป ท ี่ ผ 7 แสดงรอยบิ่นที่ด้านบน

5.1.1 รอยปีนด้านบน (Top Side Chipping)

รอยบิ่นด้านบนจะเกิดได้หลายแบบ แต่แบบที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย  ๆ คือ การเกิด 
รอยบิ่นเป็นรอยเล็ก ๆต่อเนื่องเป็นเส้นตามรูปที่ ผ / ชนิดของรอยบิ่นที่ปรากฎส่วนใหญ่เกิดจาก 
เหตุการณ์ด้งต่อไปนี้

— เพชรในใบมีดกระทบกับวัสดุขณะตัดขึ้นงานอยู่ (เพชรขนาดใหญ่ก็จะทำให้ 
รอยบิ่นใหญ่ตามไปด้วย)
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— อัตราการป้อนตัด (Feed Rate) จะมีผลต่อขนาดของรอยบ่ิน กล่าวคือ เม่ือ 
อัตราการป้อนตัดสูงจะทำให้ใบมีดตัดวัสดุงานออกมามากในแต่ละครั้งของ 
การหมุนของใบมีดตัด ซ ึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้มีอุณหภูมิและภาระงานท่ีสูง 
ในระหว่างการตัดช้ินงานจะส่งผลทำให้เกิดรอยบ่ินมากข้ึน

— การหล่อเย็นที่ไม่ดีพอกิจะเป็นสาเหตุของการเกิดรอยบ่ิน
— การส่ันสะเทือนกิเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้เกิดรอยบ่ิน
— การยึดวัสดุงานไม่ดีจะเป็นสาเหตุทำให้วัสดุงานเกิดการเคลื่อนที่ระหว่าง 

การตัด ซึ่งจะเป็นสาเหตุของการเกิดรอยบ่ินเช่นกัน

การ เก ิด รอยบ ิ่น ล ักษ ณ ะเป ็น ร ูป ห อยเชลล ์ ก ิจะม ีส าเห ต ุต ังท ี่ได ้กล ่าวม าเพ ียงแต ่ 

ว ่าจะเก ิดข ึ้น ก ับ ว ัสด ุท ี่เป ราะและการแตกจะม ีล ักษ ณ ะเป ็น รปห อยเชลล ์ (ด ุรปท ี่ ผร)q qj ' qj qj '

ร ูป ท ี่ ผ 8  การเกิดรอยบินลักษณะเป็นรูปหอยเชลล์

5.1.2 รอยบิ่นท ี่บร ิเวณด้านล่าง

เม ื่อ ใบ ม ีด ต ัด ผ ่าน ว ัสด ุจ ะม ีค วาม เค ้น  (Stress) เก ิด ข ึ้น ท ี่ผ ิวด ้าน ล ่างอ ัน เป ็น

ส า เห ต ุข องก าร เก ิด รอยบ ิ่น ท ี่ม ีข น าด ให ญ ่ได ้ ต ่อไปน ี้จะ เป ็น สาเห ต ุท ี่ท ำให ้เก ิดรอยบ ิ่น ท ี่บ ร ิเวณ  

ด ้านล ่าง

—  อ ุณ ห ภ ูม ิส ูงท ี่บ ร ิเวณ แ น วต ัด ด ้าน ล ่างอ ัน เน ื่อ งม าจาก ก ารห ล ่อ เย ็น ท ี่ไม ่เพ ีย ง  

พอ (รูปท ี่ ผ9)

•SHELL" Type chipping
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B o tto m  s id e  c h ip p in g

รูปที่ ผ9 รอยบ ิ่น ท ี่เก ิด ข ึ้น เน ื่อ งม าจาก ก ารห ล ่อ เย ็น ท ี่ไม่เพ ียงพ อ

— ส่ิงท่ีใช้ในการจับยึด Wafer ไม่ว่าจะเป็น Soft PVC Tape หรือ กาว หรือ 
Wax นั้นถูกใช้งานเกินความสามารถที่จะร้บภาระได้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้ 
เกิดอุณหภูมิและรอยบ่ินเกิดข้ึนได้

— โพรงอากาศระหว่าง Wafer และส่ิงท่ีใช้ในการจับยึด (Mouting Media) เป็น 
ผลทำให้บริเวณน้ันเกิดรอยบ่ินได้ (ดูรูปท่ี ผ10)

A ir G a p

A ir  g a p

ร ูป ท ี่ ผ 10  ร ูปแสดงช ่องอากาศท ี่เป ็นสาเหต ุท ี่เก ิดรอยป ีน

—  การต ัด เข ้าไป ใน เน ื้อ เท ปไม ่เพ ียงพ อ  ร ัศม ีของใบม ีดจะทำให ้เก ิดรอยบ ิ่น ได ้ 

ด ้งร ูปท ี่ ผ11

B la d e  -  V ' \ \ \ |^...\ fc| x  L ip  E ffe c t

T h e  L ip  E f f e c ts

ร ป ท ี่ ผ 11  การต ัดเข ้าไปในเน ี้อเทปไม ่เพ ียงพอ
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5.2 การเก ิดรอยร ้าว

การเกิดรอยร้าวที่ชิ้นงานนั้นจะเกิดจากปัจจัยลักษณะเดียวกับการเกิดรอยบิ่น เพียงแต่ 
การเกิดรอยร้าววัสดุงานไม่หลุดออกมาเหมือนกับรอยบ่ิน

5.3 ลักษณะร่องตัด

5.3.1 ความกว้างของร่องต ัด
กระบวนการตัดแผ่น Wafer ตังรูปท่ี ผ12 ใบมืดจะเคล่ือนท่ีตัดให้ได้ตัวช้ินงาน 

ที่ตัองการออกมา ขนาดของร่องตัดที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดมิฉะนั้นจะทำให้ 
ขนาดของชิ้นงานผิดพลาดได้

ร !ู/ท ี่ ผ12 รูปแสดงการต ัดห ัวย ่านเข ียนข ้อม ูล

5.3.2 ความตั้งฉากของร่องต ัด

ร่องตัดท่ีได้จากการตัดของใบมืดตัดควรจะต้ังฉาก เพราะช้ินงานถูกตัดอาจจำ 
เป็นท่ีจะต้องนำไปสวมหรือประกอบกับช้ินส่วนอ่ืนอีก ซึ่งลักษณะของร่องตัดท่ีไม่ตั้งฉากเป็นตัง 
รูปท่ี ผ13

Wider cut at the top on one side or both sides

รูปที่ ผ 13 ล ักษณ ะของร ่องต ัดที่ไมต่ ั้งฉาก
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5.3.3 ความเป ็นแนวเส้นตรงของร่องต ัด

ร ่องต ัดท ี่เก ิดจากการต ัดควรจะม ีล ักษ ณ ะเป ็น เส ้น ตรง เม ื่อมองจากด ้านบนของ 

Wafer ซ ึ่งป ัญ หาของร ่องต ัดท ี่เก ิดข ึ้น ใน ล ักษ ณ ะม ีสองแบบ  คือ

1. ร ่องต ัด เป ็นคล ื่น  (ดร ฺปท ี่ ผ14)' ‘น‘บ่ '
2. ร ่องต ัดกว ้างตอน เร ิ่มต ัน ต ัดและตอน ท ้ายของการต ัด  (ดรปท ี่ ผ14)' ‘บ่‘บ่ 7

W a v y  c u t  W id e r  c u t  a t  th e
E n tra n c e  a n d  e x i t

Top v ie w  o f k e rf p ro b le m s

รูปที่ ผ 1 4  ร ่องต ัดที่ไม่ดีในมุมมองด้านบน

6 . ใบมีดตัด

ใบมีดตัดเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลถึงคุณภาพในการตัดหัวอ่านเขียนข้อมูล 
ฉะน้ันจ ึง มีความจำเป็นท่ีจะต้องเลือกใข ้ใบ มีดตัดให ้เหมาะสมกับวัสดุงาน ซ่ึงในกระบวนการตัด 
อ่านเขียนข้อมูลได้ใช่ใบมีดตัดเพชร (Diamond Blade)

1. ช น ิด ข อ งใบ ม ีด

การเลือกใบมีดให้เหมาะสมกับงานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยทวไปกระบวนการ 
ตัดน้ันจะมีความต้องการใบมีดในหัวข้อหลัก  ๆ ตังนี้

- ปริมาตรของวัสดุที่ถูกเคล่ือนย้ายออกจากแนวตัด
- ความแข็งของวัสดุงาน
- คุณภาพของการตัด
- ปริมาณการตัดต่อช่วงเวลา
- ความต้องการพิเศษอื่น ๆ
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2. ช น ิด ,ข อ ง เพ ล าแ ก น ห ม ุน  (Spindle Type)

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการตัดชิ้นงานประการแรกคือ ความแข็งของวัสดุ และ 
ปริมาตรของวัสดุงานท่ีจะถูกตัด ในแนวตัดเดี่ยวซึ่งสองปัจจัยนี้จะต้องมาทำการพิจารณากำลัง 
ของเพลาแกนหมุน (Spindle Power) และขนาดของใบมีด ถ้าวัสดุท่ีถูกตัดน้ันแข็งและปริมาตร 
ของวัสดุที่ถูกเคล่ือนย้ายจากการตัดสูงก็จะทำให้เพลาแกนหมุนรับภาระ (Load) สูง จึงจำเป็น 
ต้องใช้แรงบิด (Torque) สูงด้วย แรงบิดของเพลาแกนหมุนจะมีค่าสูงถ้าขนาดเส้นผ่านศูนย้ 
กลางน้ันมาก เมื่อเปรียบเทียบระหว่างใบมีดตัดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 นา ทบ 2 น้ิว จะพบ 
ว่าใบมีดตัดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 น้ิว มีอายุกาใช้งานและความม่ันคงระหว่างการตัดจะสูง 
กว่าขนาด 2 น้ิว

’ - 4" S p in d le  C o m p a red  to  2"

รูปท ี่ ผ 15 การเปรียบเท ียบขนาดเส ้นผ ่านศ ูนย ์กลางของใบม ีดต ัดในด ้านม ุมต ัด

L ess vibration Higher cut s p e e d

4" S p in d le  C o m p a red  to  2"

ร ูปท ี่ ผ16 การเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีดตัดในด้านพืนที่สัมผัส
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จากร ูปท ี่ ผ15 จะพบว ่า ใบม ีดต ัด เส ้น ผ ่าน ศ ูน ย ์กลางขน าด 4 น ิ้วม ีเน ื้อท ี่ท ี่เป ็นแนวต ัด  

มากกว ่า ขน าด เส ้น ผ ่าน ศ ูน ย ์กลาง 2 นิ้ว จ ึงทำให ้ม ีอาย ุการใช ้งาน น าน กว ่า และเม ื่อพ ิจารณ าถ ึง 

ม ุม ใน การต ัดก ็พ บว ่าใบม ีดต ัดขน าด เส ้น ผ ่าน ศ ูน ย ์กลางขน าด  4 นิ้ว ม ีม ุมในการต ่อน ้อยกว ่า 

ขนาด 2 นิ้ว จ ึงทำให ้การเก ิดรอยบ ิ่น น ้อยกว ่า  ใบม ีดต ัดขน าด เส ้น ผ ่าน ศ ูน ย ์กลางขน าด  2 นิ้ว

จากร ูปท ี่ ผ16 จะพบว ่า ใบม ีดต ัด เส ้น ผ ่าน ศ ูน ย ์กลางขน าด 4 นิ้ว ม ีพ ื้นท ี่ในร ่องต ัด  

ระหว ่างการต ัดมากกว ่าใบม ีดต ัด เส ้น ผ ่าน ศ ูน ย ์กลางขน าด 2 นิ้ว ซ ึ่งจะทำให ้ใบม ีดต ัด เส ้น ผ ่าน  

ศ ูนย ์กลางขนาด 4 น ิ้วม ีการส ั่นสะเท ือน  (Vibration) น ้อยกว ่า และสามารถใช ้ความเร ็วต ัดได ้ส ูง 

กว ่าใบม ีดต ัด เส ้นผ ่านศ ูนย ์กลางขนาด 2 นิ้ว

ร ูป ท ี่ ผ 1 7  ก า ร เ ป ร ีย บ เ ท ีย บ ค ว า ม ย า ว ข อ ง เ พ ล า แ ก น ห ม ุน

ความยาวของเพ ลาแกน หม ุน น ั้น จะม ีผลต ่อการส ั่น สะเท ือน  และล ักษณ ะของร ่องต ัด  เมื่อ 

ต ้องการต ัดว ัสด ุท ี่แข ็ง เปราะ และม ีร ่องต ัดแคบๆ ควรเล ือก เพ ลาแกนหม ุนส ั่น  เพ ราะจะทำให ้ 

ร ่องต ัดม ีค ุณ ภาพ ท ี่ด ี และภาระท ี่ม ีกระทำต ่อใบม ีดก ็ไม ่ส ูง  ต ังร ูปท ี่ ผ17
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ร ูป ท ี่ ผ 1 8  แ ส ด ง ก า ร ต ัด แ ผ ่น  W a f e r

Wafer Fabrication

Permalloy

ร ูป ท ี่ ผ 1 9  ว ัส ด ุท ี่ใ ช ใ น ก า ร ผ ล ิต แ ผ ่น  W a fe r
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Blade Befor cut Blade after cut
The diamond blade will use The blade loss the diamond
the diamond on surface to cut arround the edge ( surface )

ร ูป ท ี่ ผ 2 0  ก า ร ใ ช ้ง า น ใ บ ม ีด ต ัด

Blade Dressing
The dressing material w ill elim inate 
only bonding material

Blade after dressing
The diamond w ill protrude from  
the surface bouding material w ill 
abrasive out

ร ูป ท ี่ ผ  2 1  แ ส ด ง ก า ร  D r e s s in g



ป ระว ัต ิผ ู้เฃ ียห ,

น ายกฤษ ด า อ ัศวร ุ่งแสงก ุล เก ิด เม ื่อว ันท ี่ 25 ก ัน ยายน  พ.ศ. 2515 สำเร ็จการศ ึกษ า 

ระด ้บปร ิญ ญ าตร ี สาขาว ิศวกรรมการผล ิต  คณ ะว ิศวกรรมศาสตร ์ จากสถาบ ัน เท คโน โลย ี 

พระจอม เกล ้าพ ระนครเหน ือ  จากน ั้น เข ้าทำงานโนตำแหน ่งว ิศวกร บร ิษ ัท  สยาม ม ิช ล ีน  จำก ัด 

ผ ู้เข ียน ได ้เข ้าศ ึกษ าใน ระด ้บ ป ร ิญ ญ าโท  ภาคว ิชาว ิศวกรรมอ ุตสาหการ บ ัณ ฑ ิต ว ิท ยาล ัย

จ ุฬ าลงก รณ ์ม ห าว ิท ยาล ัย  เม ื่อป ีการศ ึกษา 2539


	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

